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W ¦ R T H    E L E K T R O N I K

Ausf¿hrung: EINPRESSTECHNIK
Oberflªche Kontakt: min. 4Õm Ag ¿ber 1 - 3Õm Ni
Fehlstellen bedingt durch die Galvanik zulªssig!
Gewicht: 1,5g
Technische  nderungen vorbehalten!
Unterliegt NICHT dem  nderungsdienst!

Design: PRESS FIT
Surface Contact: min. 4Õm Ag above 1-3Õm Ni
Blemishes due to electroplating process permitted!
Weight: 1.5g
Subject to change without notice!
Is NOT subject to change service!
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B Kontakt komplett versilbert 21.03.14 Bau
C Bohrdurchmesser geªndert 05.12.14 Bau
D Kontaktkorb getauscht 19.05.15 Haug
D Legende angepasst 18.02.16 Haug
D Kontaktierungsbereich

hinzugef¿gt Haug17.02.17
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End/final Ï1,65 Ñ0,05*

Bohrbild (Einpresstechnik)
drill pattern (press fit)
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End/final Ï1,85 Ñ0,05*

Bohrbild (Vorschlag f¿r Lºtfixierung)
drill pattern (Proposal for solder fixation)
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*Enddurchmesser metallisiert mit min. Cu 25Õm (partielle Unterschreitung nicht zulªssig)
F¿r Leiterplattendicke: >1,50mm
G¿ltig f¿r alle Oberflªchen

*Final diameter metallizes with min. Cu 25Õm (partial lower deviation is not allowed)
For printed circuit board thickness: >1.50mm
Valid for all surfaces
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